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Abstract (en)
Production of coated workpieces comprises galvanically depositing one or more layers containing a metal and/or metal alloy on a substrate, and
heat treating the coated substrate at 300-1000[deg] C so that the surface layer of the substrate and the applied layers partially and/or completely
diffuse into each other. An independent claim is also included for a coated workpiece produced by the above process.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von beschichteten Werkstücken umfassend die Schritte: a) galvanische Abscheidung
einer oder mehrerer Schichten enthaltend mindestens ein Metall und/oder eine Metalllegierung auf einem Substrat, und b) Wärmebehandlung des
beschichteten Substrates bei einer Temperatur zwischen 300 °C und 1000 °C, so dass zumindest die Oberflächenschicht des Substrates und die
in Schritt a) aufgebrachte Schicht/Schichten teilweise und/oder vollständig ineinander diffundieren, sowie die durch das Verfahren hergestellten
beschichteten Werkstücke.
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